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Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wWo1

Ma uporzadkowang i podbudowg teoretycznie wiedze z
zakresu laserowej i plazmowej obrébce
powierzchniowej, zna gtéwne tendencje rozwojowe w
tych dziedzinach.

MiBM2_W03

wo2

Ma szczegétowg i podpartg teoretycznie wiedze
zwigzang z oceng wiasciwosci eksploatacyjnych i uzycia
technologii laserowych do modyfikacji warstwy
wierzchniej oraz wtasnosci uzytkowych.

MiBM2_W07

W03

Ma wszechstronng wiedze na temat inzynierii
powierzchni np. modelowanie warstwy wierzchniej,
ocene stanu i trwatosSci powierzchni, pomiary
parametréw geometrycznych powierzchni, badania
tribologiczne powierzchni po obrébce laserowej.

MiBM2_W11

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wykorzysta¢ wiedze do projektowania laserowej i
plazmowej obrobki powierzchniowej, doboru materiatéw,
parametréw technologicznych procesu.

MiBM2_U01

uo2

Potrafi opracowywa¢ dokumentacje dotyczgcg realizacji
zadania inzynierskiego zwigzanego z planowaniem
procesu technologicznego laserowej i plazmowej obrébki
powierzchniowe;.

MiBM2_U04

uo3

Potrafi dobraé metody i narzedzi do procesu laserowej i
plazmowej obrébki powierzchniowej majgcej na celu
wykorzystanie wigzki do selektywnego odparowania
powierzchni.

MiBM2_U08

Kompetencje
spoteczne

KO1

Ma sSwiadomos¢ waznosci i zrozumienia do
pozatechnicznych aspektéw i skutkow dziatalnosci
inzynierskiej, w tym jej wptywu na bezpieczenstwo
innych ludzi oraz wptywu na Srodowisko i zwigzanej z
tymi zagadnieniami odpowiedzialnosci.

MiBM2_K02

K02

Jest gotdbw do odpowiedzialnego petnienia rdl
zawodowych  zwigzanych z  kierunkiem  studiow
mechanika i budowa maszyn, przestrzegania zasad
etycznych oraz dziatania na rzecz przestrzegania tych
zasad z uwzglednieniem zmieniajgcych sie potrzeb
spotecznych, dba o dorobek, etos i tradycje zawodu.

MiBM2_K05

TRESCI PROGRAMOWE

| Forma zajeé |

Tresci programowe

Projekt ,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice

Wydziat Mechatroniki

H Politechnika Swietokrzyska . o . . )
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspofczesnej gospodarki WMiBM | Budowy Maszyn
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wyktad

Podstawowe pojecia z zakresu laserowej i plazmowej obrébki powierzchniowej, efekty
dziatania koherentnego i spojnego promieniowania optycznego oraz strumienia
plazmy do wytworzenia zjawisk termicznych w materiale. Okre$lenie emisyjnosci i
absorpcyjnosci materiatu dla réznych zakresow dtugos¢ fali wigzki laserowej, rozktadu
intensywnos$ci promieniowania w przekroju poprzecznym, ksztaitu oraz czas trwania
impulséw. Generowanie promieniowania laserowego dla réznych typéw osrodka
czynnego w tym dla laseréw impulsowych. Oddziatywanie zogniskowanej wigzki
laserowej z powierzchnig materiatdéw: nagrzewanie, przetapianie, odparowanie, zimna
ablacja. Tworzenie zjawiska foto-termicznego i foto-chemicznego. Podstawowe
parametry proceséw laserowej i plazmowej obrébki powierzchniowej, zastosowanie
réznych uktadow optycznych, ksztaltu oraz energii szczytowej w impulsie. Wptyw
polaryzacji na efekt oddziatywania wigzki laserowej na powierzchnie réznych
materiatéw. Absorpcyjnosc¢ wigzki laserowej podczas obrébki materiatdw metalowych.
Metody zwiekszania absorpcji. Laserowa powierzchniowa obrébka termiczna metali -
hartowanie laserowe i stopowanie z wykorzystaniem selektywnego przetapiania
powierzchni. Laserowa obrobka powierzchniowa: teksturowanie, czyszczeni,
znakowanie i mikro-drgzenie powierzchni. Laserowa powierzchniowa obrobka
addytywna z wykorzystaniem selektywnego napawania materiatu dodatkowego
poprzez oddziatywania wigzki lasera. Wykorzystaniem metod LMD oraz LWD do
modyfikacji wlasciwosci powierzchni oraz jej regeneraciji.

laboratorium

Dobér parametréw hartowania laserowego wraz z pomiarem twardosci. Stopowanie
powierzchni z wykorzystaniem selektywnego przetapiania wigzkg laserowa.
Laserowe drgzenie otworéw i mikro-otworéow w materiatach metalowych i
niemetalowych. Wptyw parametrow deponowania materiatu dodatkowego na ksztatt
profilu napoiny. Laserowe umacnianie powierzchni poprzez napawanie z
wykorzystaniem selektywnego stapianie proszku metalowego (LMD). Laserowa
regeneracja powierzchni z zastosowaniem gtebokiego wtopienia materiatu
dodatkowego w formie drutu litego (LWD). Laserowa obrébka przyrostowa.
Czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem mechanizmow wypalenia, odparowania
oraz zimnej ablacji. Selektywna teksturowanie powierzchni z wykorzystaniem laseréw
impulsowych i systeméw skanujgcych. Znakowanie powierzchni r6znych materiatow z
wykorzystaniem wigzki laserowej i selektywnego usuwania ablacyjnego materiatu.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu Egg:;{m Egzear:lr:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X
wo02 X
W03 X
uo1 X X
uo2 X X
uo3 X X
K01 X
K02 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
al : i Projekt ,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
ﬁ Eloej‘llicﬂ::tgém%?%%ﬁ:gmgy Swietokrzyskiej do potrzeb wspétczesnej gospodarki” WMiM Wydziat Mechatroniki
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Forma . . . . .
., Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Pozytywne zaliczenie kolokwium koncowego. Uzyskanie
wyktad zaliczenie z oceng yoyw 9 ¥

co najmniej 50 % punktow.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢ oraz uzyskanie
co najmniej 50 % punktéw z kolokwium koncowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬂ(?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|p|sWC|L |P|S h
© | studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
3. Razem przy bezposr_edr_\lm udziale 36 24 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 1,0 ECTS
nauczyciela akademickiego
5. Liczba godzin samodzielnej pracy 14 26 h
studenta
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 1,0 ECTS
pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami 25 25 h
o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktora student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o 1,0 1,0 ECTS
charakterze praktycznym
9 Sumaryczne obcigzenie praca 50 50 h
studenta
Punkty ECTS za modut
10. | 1 punkt ECTS= 25-30 godzin obcigzenia 2 ECTS
studenta
LITERATURA
1. J. Kusinski, Lasery ich zastosowanie w inzynierii materiatowe;.
2. M. Sparkes, W.M. Steen, Handbook of Laser Technology and Applications, CRC Press 2021
3. P. Cavaliere, Laser cladding of metals, Springer 2021
4. J.Landers, Laser engineering, Wilford Press, 2016
5. C. Breck Hitz, J. Ewing, J. Hecht, Introduction to Laser Technology, Willey, 2012
6. G. Laufer, Introduction to Optics and Lasers in Engineering, Cambridge University Press 2005
7. S. Santhanakrishnan, N. B. Dahotre, ASM Handbook - Steel Heat Treating Fundamentals and
8. Processes, ASM International, 2013
9. Z. Szymanski, Fizyka laseréw
10. Z. Mucha, Modelowanie i badania eksperymentalne laserowego ksztattowania materiatéw
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